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2.45GHz頻帶 波導線  PCB 布線規則,依不同主板厚度及線寬,線距列舉例如下:

FR4單面板FR4雙面板,頂層線路下之底層全鋪地
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雙面板頂層與底層 GND

灌孔需較密減少阻抗損失
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藍牙模塊外接主板及外接天線示意圖


